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电位滴定法测定铜含量

一、前言

铜作为一种重要的有色金属，在工业生产和日常生活中有着极为广泛的应用。从电子电气领域的

导电材料，到建筑行业的管道和装饰材料，再到化工、机械制造等行业，铜的身影无处不在。随着科

技的不断进步，对铜材料的纯度和质量要求也越来越高。因此，准确测定铜及其合金中铜的含量对于

材料的质量控制、产品性能评估以及科学研究具有至关重要的意义。

目前，测定铜含量的方法多种多样，常见的有原子吸收光谱法（AAS）、电感耦合等离子体质谱

法（ICP-MS）、滴定法等。原子吸收光谱法具有灵敏度高、选择性好、操作简便等优点，但仪器设

备成本较高，且对操作人员的技术要求也较高。电感耦合等离子体质谱法则具有检测限低、多元素同

时测定的能力，适用于痕量分析，但其设备昂贵，运行成本高。滴定法是一种传统的化学分析方法，

具有操作简单、成本低、适合现场快速分析等优点。电位滴定法作为滴定法的一种改进形式，通过监

测溶液电位的变化来确定滴定终点，避免了人为判断终点的误差，提高了测定结果的准确性和重复性。

二、仪器与试剂

2.1、仪器

T960电位滴定仪， 铂复合电极，烘箱。

2.2、试剂

盐酸(p=1.19 g/mL)，硝酸(p=1.42g/mL)，氨水(1+1)，冰乙酸(1+1)，高氯酸(p=1.67g/mL)，碘化钾，

饱和溴水，氟化氢铵，硫代硫酸钠，无水碳酸钠。

三、实验方法

3.1、含量测定

3.1.1试料前处理

称取 0.2g（精确到 0.0001）试样，置于 100mL烧杯中，用少量水润湿，加入 10mL盐酸，置于电

热板上加热 10 min，取下稍冷，加入 5mL硝酸和 0.5mL~1mL饱和溴水，盖上表面皿，混匀低温加热，

待试样完全分解后，取下稍冷，用水冲洗表面皿及杯壁，继续加热至近干，冷却。(若试样含硅、碳

含量较高，加入 0.5g氟化氢铵和 3mL~5mL高氯酸)。

3.1.2 测定

用 30mL水冲洗表面皿及杯壁，盖上表面皿，置于电热板上煮沸，使可溶性盐类完全溶解，取下

冷至室温。滴加氨水(1+1)至沉淀物生成，然后滴加乙酸(1+1)至沉淀物消失，并过量 3mL~5mL乙酸(1+1)，

滴入氟化氢铵饱和溶液至红色刚好消失，并过量 1mL氟化氢铵饱和溶液(严格控制 pH 3~3.5，否则会

得到不稳定的结果)。加入 2g~3g碘化钾，立即上机用硫代硫酸钠标准溶液进行电位滴定，以电位突

方案编号： T-1113-202512



- 2 -

跃作为滴定终点。

3.3、滴定图谱

3.3、仪器参数

仪器参数设置见下表：

滴定类型： 动态滴定 方法名： 铜含量测定

滴定管体积： 10mL 样品计量单位： g

工作电极： 铂复合电极 参比电极： 无

搅拌速度： 6 预搅拌时间： 30s

电极平衡时间： 10s 电极平衡电位： 1mv

滴定速度： 标准 滴定前平衡电位： 6mv

最小添加体积： 0.005mL 结束体积： 50mL

滴定剂名称： 硫代硫酸钠 理论浓度： 0.1

第一终点突跃量： 500 计算公式： C*(V1-V0)*6.3546/m

四、结果与讨论

4.1、实验结果
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序号 空白/mL
滴定液浓度

（mol/L)
滴定体积/mL 含量/（%) 平均值

1

0.01 0.114867

5.598 20.52

20.502 5.628 20.53

3 5.650 20.46

4.2、结论

本实验通过电位滴定法成功测定了铜含量，采用硫代硫酸钠标准溶液作为滴定剂，通过精确的前处理

和滴定操作，实现了对铜含量的准确测定。实验结果显示，三次平行测定得到的铜含量分别为 20.52%、

20.53%和 20.46%，平均含量为 20.50%。实验数据的极差为 0.07%，表明实验结果具有较高的精密度和重

复性。

实验过程中，通过优化样品前处理步骤，确保了铜的完全溶解和杂质的有效去除，同时严格控制滴定

条件（如 pH值、滴定速度等），使得滴定终点清晰、准确。电位滴定法通过监测电位突跃确定滴定终点，

避免了人为判断误差，提高了测定结果的可靠性。此外，该方法操作简便、成本低，适合于铜含量的快速

分析，尤其适用于工业生产中的质量控制和实验室的常规分析。
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